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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子およびこれに接続された端子電極が設けられた素子基板と当該素子基板に対向
配置されると共にカラーフィルターを有する封止基板とを樹脂材料を介して貼り合わせる
ことにより、当該樹脂材料中に前記発光素子を封止する表示装置の製造方法であって、
　前記素子基板に、前記発光素子が設けられた領域を完全に取り囲み前記端子電極が設け
られた領域を外側に配置する形状で、第１樹脂材料層を形成する第１工程と、
　前記第１樹脂材料層で囲まれた領域に遅延型硬化樹脂からなる第２樹脂材料層を塗布す
る第２工程と、
　少なくとも前記第２樹脂材料層の重合を開始させる第３工程と、
　前記重合を開始させた後、前記第１樹脂材料層と前記第２樹脂材料層とを介して素子基
板と封止基板とを貼り合わせると共に、当該第２樹脂材料層中に前記発光素子を封止する
第４工程と、
　前記第１樹脂材料層および前記第２樹脂材料層の重合を進めて硬化させる第５工程とを
行う
　表示装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１樹脂材料層は遅延型硬化樹脂からなり、前記第３工程において前記第２樹脂材
料層と共に重合を開始させる
　請求項１記載の表示装置の製造方法。
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【請求項３】
　前記第３工程では、紫外線照射により重合を開始させる
　請求項２記載の表示装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第３工程では、加熱により重合を開始させる
　請求項２記載の表示装置の製造方法。
【請求項５】
　前記第４工程は、減圧雰囲気下で行われる
　請求項１記載の表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光素子を設けた基板に対向させて封止基板を貼り合わせてなる表示装置の
製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　次世代の表示装置として、有機電界発光素子を用いた表示装置が注目されている。この
表示装置は、自発光型の有機電界発光素子を用いるために視野角が広く、バックライトを
必要としないため省電力が期待でき、また応答性が高く、装置自体の厚さを薄くできるな
どの特徴を有している。また、この表示装置は、有機電界発光素子を設ける基板としてプ
ラスチック基板を用いることにより、発光素子を構成する有機材料が本来有するフレキシ
ブル性を生かした屈曲自在な表示装置を実現することも可能である。
【０００３】
　このような表示装置においては、有機電界発光素子が極めて水分に弱く、大気中の水分
により劣化し、発光しないエリア（ダークスポット）が発生したり輝度が低下するなどの
具合が生じ易い。このため、有機電界発光素子が設けられた表示領域への水分の侵入を抑
えるための封止技術が不可欠となっている。
【０００４】
　そこで、例えば、有機電界発光素子が形成された素子基板上に接着剤となる樹脂材料を
塗布して有機電界発光素子を覆い、この樹脂材料を介して素子基板に封止基板を貼り合わ
せることにより、樹脂材料中に有機電界発光素子を封止した完全固体封止構造が提案され
ている。このような構造では、有機電界発光素子が狭持された基板間に水分などの侵入の
原因となる隙間が残らないため、上述した不具合の発生を防止する効果が高い。
【０００５】
　また、このような完全固体封止構造の表示装置の製造方法については、光後硬化性組成
物を用いてなる表示素子用の接着剤を封止基板の一主面側に塗布し、この接着剤に光を照
射して活性化した後、光を遮断した状態で接着剤を介して封止基板に素子基板を貼り合わ
せる方法が提案されている。これにより、素子基板側に形成された有機電界発光素子が光
に曝されて劣化することを防止しつつ、有機電界発光素子を接着剤中に封止することがで
きるとしている（下記特許文献１参照）。
【０００６】
　ところで、以上のような完全固体封止構造の表示装置の製造においては、有機電界発光
素子から引き出された外部接続用の端子（端子電極）に、硬化前の接着樹脂剤が流動して
被着すると、端子電極を介しての表示装置と外部装置との接続状態が不安定になる。そこ
で、上述した製造工程においては、端子電極をマスキングテープで覆った状態で、上述し
た一連の封止工程を行っている。これにより、端子電極への接着剤樹脂の被着を防止して
いる。
【０００７】
【特許文献１】特開２００４－２３１９５７
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、マスキングテープによって端子電極を覆った状態で素子基板と封止基板
との貼り合わせを行う、上述した表示装置の製造方法には、次のような課題があった。す
なわち、表示装置の製造においては、素子基板上に複数の表示装置部分を配列形成する場
合がある。この場合、素子基板と封止基板とを貼り合わせる工程では、複数の表示装置部
分が配列形成された素子基板と、この素子基板と略同一形状の封止基板との間に、端子電
極およびこれを覆うマスキングテープも挟み込まれることになる。
【０００９】
　したがって、封止基板と素子基板との間隔は、マスキングテープの厚みにも依存し、マ
スキングテープの厚みを越える値に設定されることになる。ところが、マスキングテープ
は、２０～４０μｍ程度もの厚みを有していることから、封止基板と素子基板との間隔は
これよりも狭くすることはできず、このように広く保たれた間隔に樹脂材料（接着剤）が
充填されることになる。これは、表示装置のさらなる薄型化を妨げる要因となっている。
【００１０】
　また、封止基板側から発光光を取り出す方式の表示装置においては、発光光が樹脂材料
中を通過する距離が長くなるため、広視野角時の色ずれなどの原因ともなっている。
【００１１】
　そこで本発明は、マスキングテープを用いることなく端子電極への樹脂材料（接着剤）
の被着を防止して素子基板と封止基板との間の樹脂材料中に有機電界発光素子を封止でき
、これによりさらなる薄型化の達成が可能な表示装置の製造方法を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　このような目的を達成するための本発明の表示装置の製造方法は、発光素子およびこれ
に接続された端子電極が設けられた素子基板と当該素子基板に対向配置されると共にカラ
ーフィルターを有する封止基板とを樹脂材料を介して貼り合わせることにより、当該樹脂
材料中に前記発光素子を封止する表示装置の製造方法であり、次の工程を順次に行う。
【００１３】
　先ず、第１工程では、素子基板に、第１樹脂材料層を形成する。この第１樹脂材料層は
発光素子が設けられた領域を完全に取り囲み、端子電極が設けられた領域を外側に配置す
る形状とする。
【００１４】
　そして、次の第２工程では、第１樹脂材料層で囲まれた領域に遅延型硬化樹脂からなる
第２樹脂材料層を塗布する。次いで第３工程では、少なくとも前記第２樹脂材料層の重合
を開始させる。その後第４工程では、第１樹脂材料層と第２樹脂材料層とを介して素子基
板と封止基板とを貼り合わせる。そして、第５工程では、第１樹脂材料層および第２樹脂
材料層の重合を進めて硬化させる。
【００１５】
　このような製造方法では、第１樹脂材料層で囲まれた領域に第２樹脂材料層を塗布する
構成であるため、第１樹脂材料層の流動性を低くすることで、第１樹脂材料層の外側の領
域への第２樹脂材料の流動が防止され、樹脂材料の塗布範囲が第１樹脂材料層を形成した
領域に限定される。このため、第１樹脂材料層で囲まれた領域の外側に配置された端子電
極への樹脂材料の付着が防止される。したがって、樹脂材料の付着を防止するためのマス
キングテープで端子電極を覆う必要がなくなるため、マスキングテープを用いることで端
子電極への樹脂材料の付着を防止する貼り合わせを行う方法と比較して、素子基板と封止
基板との間の間隔を小さくすることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように本発明によれば、マスキングテープを用いることなく端子電極への
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樹脂材料の被着を防止して素子基板と封止基板との間の樹脂材料中に発光素子を封止でき
ることから、素子基板と封止基板との間隔をより小さくすることが可能であり、これによ
り表示装置のさらなる薄型化の達成が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。尚、各実施形態において
は、複数の発光素子を基板上に配列形成してなる表示装置を例に取り、その製造方法およ
びこれによって得られる表示装置を、この順に説明する。
【００１９】
＜第１実施形態＞
　図１は、本実施形態における表示装置の製造方法の特徴部を示す工程図であり、次のよ
うな手順で表示装置の製造を行う。
【００２０】
　先ず、図１（１）に示すように、素子基板１を用意する。この素子基板１は、無アルカ
リガラスなどのガラス材料の他、ポリカーボネ－ト、ポリエステル、ポリエーテルサルホ
ン、ポリイミドなどを一部に用いたプラスチック材料やフィルム材料等を用いて構成され
ている。そして、素子基板１の一主面側には、複数の装置領域Ｃが設定されている。この
ような素子基板１上において、各装置領域Ｃの中央に位置する表示領域ａに、ここでの図
示を省略した駆動回路にそれぞれが接続された有機電界発光素子３をマトリックス状に配
列形成する。また、有機電界発光素子３に接続された端子電極５を、表示領域ａの外側の
周辺領域ｂに形成する。尚、これらの有機電界発光素子３は、例えば赤色を発光する素子
、緑色の発光する素子、青色を発光する素子が、所定の状態で配列されていることとする
。
【００２１】
　ここで、有機電界発光素子３は、有機電界発光素子での発光光が、素子基板１と反対側
から取り出されるものであり、例えば次のような構成となっている。すなわち、素子基板
１上には、反射機能を有する第1電極、発光層を含む有機層、および半透過性材料からな
る第２電極がこの順に積層されている。
【００２２】
　このうち、反射機能を有する第1電極は、例えば陽極として用いられるものであり、白
金（Pt）、金（Au）、銀（Ag）、クロム（Cr）またはタングステン（W）などの金属また
は合金により構成されている。
【００２３】
　また、発光層を有する有機層は、有機電界発光素子の発光色によって厚さが異なり、第
1電極側から正孔輸送層、発光層、電子輸送層の順に積層されている。正孔輸送層は、発
光層への正孔注入効率を高めるものである。発光層は、電界をかけることにより電子と正
孔との再結合が起こり、発光層において光を発生する層である。電子輸送層は、発光層へ
の電子注入効率を高めるものである。上記正孔輸送層の構成材料としては、例えばビス［
（N-ナフチル）-N-フェニル］ベンジジン（α-NPD）が挙げられる。また、発光層は、発
光する色によって異なり、赤の有機電界発光素子は、例えば8-キノリノールアルミニウム
錯体（Alq3）に4-ジシアノメチレン-6-(p-ジメチルアミノスチリル)-2-メチル-4H-ピラン
（DCM）を2体積%混合したものにより構成されている。緑の有機電界発光素子は、例えば8
-キノリノールアルミニウム錯体（Alq3）により構成されている。青の有機電界発光素子
は、例えばパソクプロイン（BCP）により構成されている。そして、電子輸送層の構成材
料は、例えば8-キノリノールアルミニウム錯体（Alq3）が挙げられる。
【００２４】
　そして、半透過性材料からなる第２電極は、発光層で発生した光に対して半透過性を有
する半透過性電極であり陰極として用いられる。この第２電極は、例えばマグネシウムと
銀との合金により構成されている。半透過性電極は発光層で発生した光を陽極との間で反
射させるためのものである。すなわち、半透過性電極を使用することで半透過性電極と陽
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極とにより、発光層で発生した光を共振させることで、発光層で発生した光が多重干渉を
起こし、取り出せる光のスペクトルの半値幅が減少し、色純度を向上させることができる
。また封止基板から入光した外光についても多重干渉により減衰させることができる。
【００２５】
　以上により、有機電界発光素子３は、その発光層で発生した発光光が、素子基板１と反
対の陰極側から取り出される構成となっている。
【００２６】
　次に、図１（２）に示すように、素子基板１における有機電界発光素子３の形成面側に
、有機電界発光素子３が設けられた１つの表示領域ａを囲み、端子電極５が設けられた周
辺領域ｂを外側に配置する形状で、第１樹脂材料層１１を形成する。ここでは例えば、デ
ィスペンサーなどを用いた塗布により、表示領域ａの周囲を完全に取り囲む形状で、第１
樹脂材料層１１を形成することとする。この際、第１樹脂材料層１１の塗布線幅は、３０
μｍ～５００μｍ、好ましくは３０μｍ～３００μｍとする。また、第１樹脂材料層１１
の塗布高さは、１０μｍ～５０μｍ程度で、好ましくは１０μｍ～３０μｍとする。
【００２７】
　この第１樹脂材料層１１は、遅延性を有する紫外線硬化型樹脂（以下、遅延型硬化樹脂
）を用いて構成されていることとする。遅延型硬化樹脂とは、紫外線を照射した後におい
ても流動性を保ち、一定の時間を経過した後に完全に硬化する樹脂材料であり、より接着
性強度を高めるために紫外線を照射した後に加熱工程を必要とする場合もある。
【００２８】
　ここで、遅延型硬化樹脂は、１）光カチオン重合性化合物、２）光カチオン重合開始剤
、３）硬化を制御する化合物を含んでいることとする。
【００２９】
　このうち、１）光カチオン重合性化合物としては分子内に少なくとも1個の光カチオン
重合の官能基を有する化合物であればよく、官能基としては例えばエポキシ基、オキセタ
ン基、水酸基、ビニルエーテル基、エピスルフィド基、エチレンイミン基などが挙げられ
る。中でも分子内に少なくとも1個のエポキシ基を有する化合物が好適に用いられる。エ
ポキシ基を有する化合物としては例えば、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノ
ールF型エポキシ樹脂などのビスフェノール型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エ
ポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、グリシジルエーテル型エポキシ樹脂
、グリシジルアミン型エポキシ樹脂などの2官能以上のエポキシ樹脂が挙げられ、市販品
としては「エピコート828」、「エピコート1001」、「エピコート1002」（いずれもジャ
パンエポキシレジン社製）などがあげられる。
【００３０】
　また、２）光カチオン重合開始剤はイオン性化合物でも非イオン性化合物でも構わない
。イオン性化合物は例えば、芳香族ジアゾニウム塩、芳香族ハロニウム塩、芳香族スルホ
ニウム塩などのオニウム塩類や、鉄―アレン錯体、チタノセン錯体、アリールシラノール
－アルミニウム錯体などの有機金属錯体類などが挙げられる。これらの光カチオン重合開
始剤は、単独で用いられてもよく、2種類以上が併用されていてもよい。また上記イオン
性化合物の対アニオンとしてはホウ素、リン、砒素、アンチモンなどを含むアニオンが用
いられ、特にホウ素、リンを含むアニオンが好適に用いられる。市販品としては、「アデ
カオプトマーSP150」、「アデカオプトマーSP170」（いずれも旭電化工業社製）、「UVE-
1014」（ゼネラルエレクトロニクス社製）、「Photoinitiator2074」（ローディア社製）
などが挙げられる。非イオン性化合物は例えば、ニトロベンジルエステル、スルホンサン
誘導体、リン酸エステル、フェノールスルホン酸エステル、ジアゾナフトキノンなどが挙
げられる。光カチオン重合開始剤は分子量が400以上であり、かつ波長３００ｎｍ以上の
光を吸収することが好ましく、より好ましくは波長300～400nmの光を吸収することである
。
【００３１】
　そして、３）硬化を制御する化合物としてはエーテル結合を有する化合物であれば特に
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限定されるものではなく、例えばポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、
ポリオキシテトラメチレングリコールなどのポリアルキレンオキサイド、クラウンエーテ
ルなどが挙げられる。これらの硬化を制御する化合物は単独で用いられてもよいし、２種
類以上が併用されていても構わない。また上記ポリアルキレンオキサイドの末端は、特に
限定されず水酸基でもよいし、他の化合物によりエーテル化、エステル化されていてもよ
いし、エポキシ基などの官能基となっていてもよい。なかでも水酸基、エポキシ基などは
上記光カチオン重合性化合物と反応するので好適に用いられる。また上記ポリアルキレン
オキサイドとしては、ポリアルキレンオキサイド付加ビスフェノール誘導体も好適に用い
られ、特に末端が水酸基またはエポキシ基を有する化合物が好適に用いられる。硬化を制
御する化合物はポリエチレングリコール及び/またはポリプロピレングリコールを分子内
に２つ以上有することが好ましい。ポリエチレングリコールを分子内に２つ以上有する硬
化を制御する化合物の市販品として例えば「リカレジンBEO-60E」、「リカレジンEO-20」
（いずれも新日本理化社製）などが挙げられる。またプロピレングリコールを分子内に2
つ以上有する硬化を制御する化合物の市販品として例えば「リカレジンBPO-20E」、「リ
カレジンPO-20」（いずれも新日本理化社製）などが挙げられる。上記クラウンエーテル
としては例えば12-クラウン-4、15-クラウン-5、18-クラウン-6などが挙げられる。
【００３２】
　そして、これらの１）～３）の化合物を含む遅延型硬化樹脂は、１）光カチオン重合性
化合物100重量部に対して、２）光カチオン重合開始剤の量が0.1～10重量部、３）硬化を
制御する化合物の量は0.3～20重量部の割合となっている。これらの化合物は例えば、ホ
モディスパー、ホモミキサー、万能ミキサー、プラネタリウムミキサー、ニーダー、三本
ロールなどの混合機を用いて、常温もしくは加温下で、所定量を混合することにより、目
的の遅延型硬化樹脂として調整される。
【００３３】
　また、上述した遅延型硬化樹脂には透湿性を改善するために無機充填剤を含有されてい
てもよい。無機充填剤としては例えば、炭酸カルシウム、炭酸水素カルシウム、炭酸ナト
リウム、炭酸水素ナトリウムなどのアルカリ金属またはアルカリ土類金属の炭酸塩または
炭酸水素塩、コロイダルシリカ、タルク、クレー、酸化チタンなどの無機粉体、ガラスバ
ルーン、アルミナバルーン、セラミックバルーンなどの無機中空体、ガラス繊維等の無機
繊維体などが挙げられる。これらの無機充填剤は単独で用いられてもよいし、2種類以上
が併用されていてもよい。またナイロンビーズ、アクリルビーズなどの有機球状体、アク
リルバルーンなどの有機中空体、ポリエステル、レーヨン、ナイロンなどの単繊維などが
添加されていてもよい。
【００３４】
　さらに、遅延型硬化樹脂には水分の浸入を防ぐために吸湿材などが添加されていてもよ
い。吸湿材としては例えば、シリカゲル、モレキュラーシーブ、酸化カルシウム、酸化バ
リウム、酸化ストロンチウムなどのアルカリ土類金属の酸化物などが挙げられる。
【００３５】
　またさらに、遅延型硬化樹脂には、密着性向上剤、補強剤、軟化剤、可塑剤、粘度調整
剤、増感剤の各種添加剤が含まれていてもよい。
【００３６】
　そして、上述した遅延型硬化樹脂を用いた第１樹脂材料層１１には、当該第１樹脂材料
層１１の塗布高さをコントロールするためにスペーサーを含有させても良い。
【００３７】
　次に、図１（３）に示すように、第１樹脂材料層１１で囲まれた表示領域ａに第２樹脂
材料層１３を塗布する。
【００３８】
　ここでは例えば、ディスペンサーなどを用いた塗布により、第１樹脂材料層１１で囲ま
れた表示領域ａに、点状に1点、または表示領域ａによっては数点に分けて第２樹脂材料
層１３を塗布形成するか、線状、波線状など組合せて第２樹脂材料層１３を塗布形成し、
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以降におこなう封止基板との貼り合わせ後に気泡が残らないようにするのが望ましい。
【００３９】
　また、第２樹脂材料層１３としては、接着機能を有した、例えば硬化後の透過率が８０
％以上となる紫外線硬化型樹脂や熱硬化型樹脂が用いられる。このような接着機能を有す
る樹脂材料としては、エポキシ系樹脂およびアクリル系樹脂等が用いられ、特に硬化後の
引張り接着強度が１ＭＰａ以上、または引張りせん断接着強度が１ＭＰａ以上の材料であ
ることが好ましい。そして、第１樹脂材料層１１との化学的な反応を考慮した場合、第１
樹脂材料層１１を構成する樹脂成分と類似成分の樹脂材料を用いて第２樹脂材料層１３を
構成することが好ましい。また、硬化後の透過率が８０％以上に保てるのであれば、無機
充填剤、スペーサー、密着性向上剤、補強剤、軟化剤、可塑剤、粘度調整剤など各種添加
剤の使用が可能である。
【００４０】
　ここで、引張り接着強度の測定は、図２（ａ）に示すように、２枚のディスプレイ用無
アルカリガラス基板（AN100旭硝子社製、商品名）１０１，１０２を被着体に用いて行わ
れる。この場合、短冊形状のガラス基板１０１，１０２を交差状態で配置し、この間に、
非検体となる樹脂１０３を狭持させる。この際、樹脂１０３は、接着面形状が直径２ｍｍ
の円形で、２００μｍの厚みとなるように調整される。そして、１枚のガラス基板１０１
，１０２間に狭持させた樹脂１０３を、加熱もしくは紫外線照射を行うことによって完全
に硬化させる。その後、一方のガラス基板１０１を固定した状態で、他方のガラス基板１
０２に対して基板面と垂直な分離方向に、ガラス基板１０１，１０２が壊れない程度の強
度（力）Ｎ１を常温で加えていく。そして、樹脂材料が破壊された強度Ｎ１を引張り接着
強度として得る。
【００４１】
　また、引張りせん断接着強度の測定は、図２（ｂ）に示すように、上記と同様に２枚の
ガラス板１０１，１０２の間に非検体となる樹脂を狭持させて完全硬化させ、一方のガラ
ス基板１０１を固定した状態で、他方のガラス基板１０２に対して基板面と水平な方向に
、ガラス基板１０１，１０２が壊れない程度の強度（力）Ｎ２を常温で加えていく。そし
て、樹脂材料が破壊された強度Ｎ２を引張りせん断接着強度として得る。
【００４２】
　以上の後、ここでの図示は省略したが、素子基板１の端部の、表示領域ａおよび周辺領
域ｂを除いた領域、すなわち最終的に切断などにより廃棄される領域に、次に説明する封
止基板と素子基板１とを仮接着するための紫外線硬化型樹脂（仮接着用樹脂）を塗布する
。ここでは、例えば対角線上の２点に、仮接着用樹脂を塗布することとする。この仮接着
用樹脂としては、第１樹脂材料層１１または第２樹脂材料層１３と同様の樹脂材料が用い
られる。
【００４３】
　尚、以上の第１樹脂材料層１１，第２樹脂材料層１３、および仮接着用樹脂の形成は、
不活性ガス雰囲気中において行うのが望ましい。しかしながら、これらの形成工程を、有
機電界発光素子の有機層を形成してから短時間の間に行うのであれば、大気中でも可能で
ある。
【００４４】
　以上の後、図１（４）に示すように、第１樹脂材料層１１のみに、紫外線ｈを照射する
。これにより、遅延性を有する紫外線硬化型樹脂（遅延型硬化樹脂）からなる第１樹脂材
料層１１の重合を開始させる。この際、紫外線ｈの照射量は、第１樹脂材料層１１を構成
する樹脂が完全に硬化するために必要とする量でなくても良く、以降に封止基板を貼り合
わせた後に照射する紫外線との合計が必要量となればよい。
【００４５】
　また、第１樹脂材料層１１が、以降に行う貼り合わせ工程の前に完全に硬化することの
ないように、紫外線ｈの照射量を調整することも重要である。尚、第１樹脂材料層１１を
構成する遅延型硬化樹脂の硬化度は、振動針式硬化速度測定器（例えばＲＡＰＲＡ社製）
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により測定することができる。この測定装置を用いた場合、振幅の減衰開始点を硬化度０
％とし、減衰停止点が硬化度１００％となる。そして、貼り合わせの直前においては、第
１樹脂材料層１１の硬化度７０％以下に保たれることが好ましい。
【００４６】
　尚、このような第１樹素材料層１１への紫外線ｈの照射は、図１（３）を用いて説明し
た第２樹脂材料層１３の塗布形成前に行っても良い。
【００４７】
　そして、図３（５）に示すように、素子基板１に対向配置される封止基板１５を用意す
る。この封止基板１５は、無アルカリガラスなどのガラス材料の他、ポリカーボネ－ト、
ポリエステル、ポリエーテルサルホン、ポリイミドなどを一部に用いたプラスチック材料
やフィルム材料等を用いて構成されている。そして、素子基板１に形成された有機電界発
光素子３に対応して、ここでの図示を省略したカラーフィルターとして、赤色フィルター
、緑色フィルター、および青色フィルター、さらにはブラックマトリクスが設けられてお
り、有機電界発光素子３で発生した光を取り出すと共に、有機電界発光素子などにおいて
反射された外光を吸収し、コントラストを改善するようになっている。これらのカラーフ
ィルターは有機電界発光素子３に対応させた状態で配置されている。
【００４８】
　そして、素子基板１における第１樹脂材料層１１および第２樹脂材料層１３の形成面に
、カラーフィルターの形成面（またはその逆の面）を対向させる状態で、素子基板１に対
して封止基板１５を対向配置する。この際、カラーフィルターの形成面側を素子基板１側
に向けることにより、カラーフィルターを外部に露出させずにカラーフィルターを保護す
ることができる。
【００４９】
　そして、図３（６）に示すように、素子基板１と封止基板１５とを、第１樹脂材料層１
１および第２樹脂材料層１３を介して貼り合わせる。これにより、第２樹脂材料層１３中
に有機電界発光素子３を封止する。この貼り合わせ工程は、第１樹脂材料層１１および第
２樹脂材料層１３が完全に硬化する前に、１～１００Ｐａ程度の減圧雰囲気中にて行われ
る。これにより、素子基板１と封止基板１５との間に、気泡などを混入させることなく、
第２樹脂材料層１３を充填することが好ましい。またここでは、素子基板１と封止基板１
５との間に、上述した仮接着用樹脂を挟持させる。
【００５０】
　またこの際、必要に応じて、素子基板１に対して封止基板１５を均等に押圧することに
より、素子基板１－封止基板１５間における第１樹脂材料層１１および第２樹脂材料層１
３を、所定の膜厚に均一化させる。ここで、素子基板１－封止基板１５間における第１樹
脂材料層１１および第２樹脂材料層１３の膜厚は、最も厚い部分でも２５μｍ以下、好ま
しくは２０μｍ以下であることとし、素子基板１に形成されている電極などの凹凸部が、
封止基板１５に形成されているカラーフィルターなどの凹凸に接触しない範囲でより薄い
方が好ましい。
【００５１】
　さらに、第１樹脂材料層１１および第２樹脂材料層１３が硬化する前に、素子基板1と
封止基板１５とを貼り合わせた状態で移動させることにより、有機電界発光素子３とカラ
ーフィルターとの位置合わせを行う。この際、素子基板１および封止基板１５にあらかじ
め形成されているアライメントマークを用いた位置合わせを行う。
【００５２】
　そして、この位置合わせ後には、素子基板１の端部に塗布した仮接着用樹脂に紫外線を
照射し、硬化させることにより位置がずれないようにする。
【００５３】
　尚、上述した位置合わせ、および仮接着用樹脂への紫外線の照射は、大気中または不活
性ガス雰囲気中で行っても良い。
【００５４】
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　以上の後、図３（７）に示すように、第１樹脂材料層１１および第２樹脂材料層１３の
重合を進め、これらの樹脂層１１，１３を完全に硬化させる。この工程は、大気中または
不活性ガス雰囲気中において行う。この工程は、例えば、第1樹脂材料層１１および第２
樹脂材料層１３に紫外線を照射し、次いで１００℃以下の一定温度に加熱された熱板の上
で所定時間加熱することで、第1樹脂材料層１１および第２樹脂材料層１３を完全に硬化
させる。また、第1樹脂材料層１１および第２樹脂材料層１３を構成する樹脂材料の種類
によっては、紫外線の照射のみ、または加熱のみによって、硬化を行っても良い。
【００５５】
　尚、この工程で、第１樹脂材料層１１に対して紫外線を照射する場合には、図1（４）
を用いて説明した工程で第1樹脂材料層１１に対して照射した紫外線との合計の照射量が
、当該第１樹脂材料層１１の完全な硬化に必要な照射量となるように紫外線の照射を行え
ば良い。
【００５６】
　次に、図３（８）に示すように、硬化させた第１樹脂材料層１１および第２樹脂材料層
１３によって完全に接着された素子基板１と封止基板１５とを、各表示領域ａおよび周辺
領域ｂを含む部分毎に切断する。ここでは、ガラススクライバーにより素子基板１と封止
基板１５とに溝を形成し、次いでガラスブレーカーによりスクライブ溝に衝撃を与えるこ
とで、スクライブ溝をクラック状に成長させ、素子基板１および封止基板１５の不用部分
を切断する。これにより、表示領域ａとこの周辺領域ｂとを備えた複数の表示装置１７を
完成させる。
【００５７】
　以上のようにして得られた各表示装置１７は、有機電界発光素子３およびこれに接続さ
れた端子電極５が設けられた素子基板１と、この素子基板１に対向配置された封止基板１
５とを備えている。そして、有機電界発光素子３が設けられた表示領域ａを囲み、端子電
極５が設けられた周辺領域ｂを外側に配置する形状で、素子基板１と封止基板１５との間
に第１樹脂材料層１１が挟持され、この第１樹脂材料層１１で囲まれた領域において有機
電界発光素子３を封止する状態で第２樹脂材料層１３が充填された構成となる。
【００５８】
　以上の第１実施形態によれば、図１（３）を用いて説明したように、予め第１樹脂材料
層１１で囲まれた表示領域ａに第２樹脂材料層１３を塗布する構成である。これにより、
第１樹脂材料層１１の流動性を低くすることで、第１樹脂材料層１１の外側の周辺領域ｂ
への第２樹脂材料１３の流動が防止される。このため、樹脂材料の塗布範囲が第１樹脂材
料層１１で囲まれた表示領域ａ内に限定され、周辺領域ｂに配置された端子電極５への樹
脂材料の付着を防止できる。
【００５９】
　したがって、樹脂材料の付着を防止するためのマスキングテープで端子電極５を覆う必
要がなくなるため、マスキングテープで覆うことにより端子電極５への樹脂材料の付着を
防止した状態で基板の貼り合わせを行う方法と比較して、素子基板１と封止基板１５との
間の間隔を小さくすることができる。この結果、表示装置１７のさらなる薄型化の達成が
可能になる。
【００６０】
　また、図１（１）を用いて説明したように、素子基板１の上部に素子基板１と反対側か
ら発光光を取り出す構成の有機電界発光素子５を形成したため、この発光光は、第２樹脂
材料層１３を通過して封止基板１５側から取り出されることになる。この場合、上述した
ように、素子基板１と封止基板１５との間の間隔を小さくできるため、発光光が第２樹脂
材料層１３を通過する距離を短くすることができる。この結果、広視野角時の色ずれの発
生を抑えることが可能になる。
【００６１】
　特に、遅延型硬化樹脂を用いて第１樹脂材料層１１を構成し、この第１樹脂材料層１１
に紫外線を照射して重合を開始させた後に、第２樹脂材料層１３を塗布する手順によれば
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、第１樹脂材料層１１は、流動性を保ったまま、ある程度の硬化が進められる。このため
、ある程度の硬化が進むことで流動性が低く保たれた第１樹脂材料層１１で囲まれた表示
領域ａ内にのみに、確実にはみださせることなく第２樹脂材料層１３を塗布することがで
きると共に、以降に行う貼り合わせにおいても第１樹脂材料層１１の接着性を保った状態
とすることが可能である。
【００６２】
　さらに、素子基板１と封止基板１５との間を接着する材料が、第１樹脂材料層１１と第
２樹脂材料層１３との２種類に分けられる。このため、外側を囲む第１樹脂材料層１１に
対しては、素子基板１および封止基板１５の界面や当該第１樹脂材料層１１を通しての、
外部からの水分の侵入を防止できる機能を第１に考慮すれば良い。一方、第２樹脂材料層
１３に対しては、有機電界発光素子３へのダメージを与えず、所定の厚みにおいて透過率
８０％以上の機能を第１に考慮すれば良い。したがって、第１樹脂材料層１１および第２
樹脂材料層１３を構成する各樹脂材料の選択肢の幅を広げることができる。ただし、第２
樹脂材料層１３に対しても、ある程度の接着機能を持たせることにより、耐水性の向上が
図られた信頼性の高い表示装置１７を構成することが可能になる。
【００６３】
　またさらに、第１樹脂材料層１１で囲まれた表示領域ａに第２樹脂材料層１３を塗布す
る構成としたことにより、有機電界発光素子３を覆う第２樹脂材料層１３としては、従来
よりも低粘度の樹脂を使用することができ、このことからも樹脂材料の選択幅が広げられ
る。また、第１樹脂材料層１１に関しても、塗布形成後に紫外線を照射して重合を開始さ
せ、その後、基板１－１５の貼り合わせを行うため、第１樹脂材料層１１を塗布形成する
時点では、従来より低粘度の樹脂材料を用いて第１樹脂材料層１１を構成可能である。こ
のため、第１樹脂材料層１１を表示領域ａの周囲に塗布形成する場合の段ぎれが防止され
、表示領域ａに設けられた有機電界発光素子３の封止状態を確実にすることが可能である
。
【００６４】
＜第２実施形態＞
　図４は、第２実施形態における表示装置の製造方法の特徴部を示す工程図である。この
図に示す第２実施形態の製造方法が、上述した第１実施形態の製造方法との異なるところ
は、有機電界発光素子を封止する第２樹脂材料層を遅延型硬化樹脂で構成したところにあ
り、以下のような手順を行う。
【００６５】
　先ず、図４（１）に示す工程では、第１実施形態において図１（１）を用いて説明した
と同様に、素子基板１の表示領域ａに有機電界発光素子３を配列形成し、周辺領域ｂに端
子電極５を形成する。
【００６６】
　その後、図４（２）に示すように、素子基板１における有機電界発光素子３の形成面側
に、有機電界発光素子３が設けられた１つの表示領域ａを囲み、端子電極５が設けられた
周辺領域ｂを外側に配置する形状で、第１樹脂材料層２１を形成する。この第１樹脂材料
層２１は、第１実施形態と同様の塗布線幅および塗布高さであって良い。ただし、遅延型
硬化樹脂である必要はなく、エポキシ樹脂またはアクリル系樹脂を主体にした紫外線硬化
型や熱硬化型の樹脂であって良い。また、この第１樹脂材料層２１には、添加剤として無
機充填剤、スペーサー、密着性向上剤、補強剤、軟化剤、可塑剤、粘度調整剤など各種添
加剤の使用も可能である
【００６７】
　次に、図４（３）に示すように、第１樹脂材料層２１で囲まれた表示領域ａに、遅延型
硬化樹脂からなる第２樹脂材料層２３を塗布する。遅延型硬化樹脂とは、紫外線を照射し
た後においても流動性を保ち、一定の時間を経過した後に完全に硬化するものである。こ
のような遅延型硬化樹脂としては、第１実施形態において第１樹脂材料層１１を構成する
遅延型硬化樹脂として示したと同様の樹脂が用いられる。
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【００６８】
　そして、この第２樹脂材料層２３は、第１実施形態の第２樹脂材料層（１３）と同様に
、接着機能を有し、例えば硬化後の透過率が８０％以上となる樹脂を用いて構成されるこ
と、さらに接着機能を有する樹脂材料としては、硬化後の引張り接着強度が１ＭＰａ以上
、または引張りせん断接着強度が１ＭＰａ以上の材料であることが好ましい。また、塗布
状態も第１実施形態と同様であって良い。
【００６９】
　また、ここでの図示は省略したが、素子基板１の端部に仮接着用樹脂を塗布することも
、第１実施形態と同様である。
【００７０】
　さらに、以上の第１樹脂材料層２１，第２樹脂材料層２３、および仮接着用樹脂の形成
は、第１実施形態と同様に、不活性ガス雰囲気中において行うのが望ましく、有機層を形
成してから短時間の間に行うのであれば、大気中でも可能である。
【００７１】
　以上の後、図４（４）に示すように、第２樹脂材料層２３のみに、紫外線ｈを照射する
。これにより、遅延性を有する紫外線硬化型樹脂（遅延型硬化樹脂）からなる第２樹脂材
料層２３の重合を開始させる。この際、紫外線ｈの照射量は、第２樹脂材料層２３を構成
する樹脂が完全に硬化するために必要とする量でなくても良く、以降に封止基板を貼り合
わせた後に照射する紫外線との合計が必要量となればよい。
【００７２】
　また、第２樹脂材料層２３が、以降に行う貼り合わせ工程の前に完全に硬化することの
ないように紫外線ｈの照射量を調整することも重要であり、貼り合わせの直前においては
、第１実施形態における第１樹脂材料層１１と同様に硬化度７０％以下であることが好ま
しい。
【００７３】
　以上の後の工程は、第１実施形態において図３（５）～図３（８）を用いて説明したと
同様に行い、これにより図３（８）に示す各表示装置１７’を完成させる。完成させた表
示装置１７’は、有機電界発光素子３およびこれに接続された端子電極５が設けられた素
子基板１と、この素子基板１に対向配置された封止基板１５とを備えている。そして、有
機電界発光素子３が設けられた表示領域ａを囲み、端子電極５が設けられた周辺領域ｂを
外側に配置する形状で、素子基板１と封止基板１５との間に第１樹脂材料層（２１）が挟
持され、この第１樹脂材料層（２１）で囲まれた領域において有機電界発光素子３を封止
する状態で第２樹脂材料層（２３）が充填された構成となる。
【００７４】
　以上の第２実施形態によれば、図４（３）を用いて説明したように、予め第１樹脂材料
層２１で囲まれた表示領域ａに第２樹脂材料層２３を塗布する構成であることは、第１実
施形態と同様である。したがって、第１実施形態と同様に、樹脂材料の付着を防止するた
めのマスキングテープで端子電極５を覆う必要がなくなるため、表示装置１７’のさらな
る薄型化の達成が可能になると共に、有機電界発光素子５での発光光を封止基板１５側か
ら取り出す場合に広視野角時の色ずれの発生を抑えることが可能になる。
【００７５】
　さらに、素子基板１と封止基板１５との間を接着する材料が、第１樹脂材料層２１と第
２樹脂材料層２３との２種類に分けられることも第１実施形態と同様であるため、各樹脂
材料の選択肢の幅を広げることができること、さらに第２樹脂材料層２３に対しても、あ
る程度の接着機能を持たせることにより、耐水性の向上が図られた信頼性の高い表示装置
１７’を構成することが可能になる。
【００７６】
　またさらに、第１実施形態と同様に、第１樹脂材料層２１で囲まれた表示領域ａに第２
樹脂材料層２３を塗布する構成としたことで、より低粘度の樹脂材料を用いて第２樹脂材
料層２３を構成可能であるため、表示領域ａに設けられた有機電界発光素子３の封止状態
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を確実にすることも可能である。
【００７７】
＜第３実施形態＞
　図５は、第３実施形態における表示装置の製造方法の特徴部を示す工程図である。この
図に示す第３実施形態の製造方法が、上述した第１実施形態および第２実施形態の製造方
法との異なるところは、第１樹脂材料層および第２樹脂材料層を遅延型硬化樹脂で構成し
たところにあり、以下のような手順を行う。
【００７８】
　先ず、図５（１）に示す工程では、第１実施形態において図１（１）を用いて説明した
と同様に、素子基板１の表示領域ａに有機電界発光素子３を配列形成し、周辺領域ｂに端
子電極５を形成する。
【００７９】
　その後、図５（２）に示すように、素子基板１における有機電界発光素子３の形成面側
に、有機電界発光素子３が設けられた１つの表示領域ａを囲み、端子電極５が設けられた
周辺領域ｂを外側に配置する形状で、第１実施形態と同様の遅延型硬化樹脂からなる第１
樹脂材料層１１を形成する。
【００８０】
　次に、図５（３）に示すように、第１樹脂材料層１１で囲まれた表示領域aに、第２実
施形態と同様にして、硬化後の透過率が８０％以上となる遅延型硬化樹脂からなる第２樹
脂材料層２３を塗布する。
【００８１】
　その後、ここでの図示は省略したが、素子基板１の端部に仮接着用樹脂を塗布すること
も、第１実施形態と同様である。
【００８２】
　さらに、以上の第１樹脂材料層１１，第２樹脂材料層２３、および仮接着用樹脂の形成
は、第１実施形態と同様に、不活性ガス雰囲気中において行うのが望ましく、有機層を形
成してから短時間の間に行うのであれば、大気中でも可能である。
【００８３】
　以上の後、図５（４）に示すように、第１樹脂材料層１１および第２樹脂材料層２３に
紫外線ｈを照射する。これにより、遅延性を有する紫外線硬化型樹脂（遅延型硬化樹脂）
からなる第１樹脂材料層１１および第２樹脂材料層２３の重合を開始させる。この際、紫
外線ｈの照射量は、第１樹脂材料層１１および第２樹脂材料層２３を構成する樹脂が完全
に硬化するために必要とする量でなくても良く、以降に封止基板を貼り合わせた後に照射
する紫外線との合計が必要量となればよい。
【００８４】
　また、第１樹脂材料層１１および第２樹脂材料層２３が、以降に行う貼り合わせ工程の
前に完全に硬化することのないように紫外線ｈの照射量を調整することも重要であり、貼
り合わせの直前においては、第１樹脂材料層１１および第２樹脂材料層２３の硬度が、第
１実施形態で説明したと同様に硬化度７０％以下であることが好ましい。
【００８５】
　以上の後の工程は、第１実施形態において図３（５）～図３（８）を用いて説明したと
同様に行い、これにより図３（８）に示す各表示装置１７”を完成させる。完成させた表
示装置１７”は、有機電界発光素子３およびこれに接続された端子電極５が設けられた素
子基板１と、この素子基板１に対向配置された封止基板１５とを備えている。そして、有
機電界発光素子３が設けられた表示領域ａを囲み、端子電極５が設けられた周辺領域ｂを
外側に配置する形状で、素子基板１と封止基板１５との間に第１樹脂材料層１１が挟持さ
れ、この第１樹脂材料層１１で囲まれた領域において有機電界発光素子３を封止する状態
で第２樹脂材料層（２３）が充填された構成となる。
【００８６】
　以上の第３実施形態によれば、図５（３）を用いて説明したように、予め第１樹脂材料
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層１１で囲まれた表示領域aに第２樹脂材料層２３を塗布する構成であることが、第１実
施形態と同様である。したがって、第１実施形態と同様に、樹脂材料の付着を防止するた
めのマスキングテープで端子電極５を覆う必要がなくなるため、表示装置１７”のさらな
る薄型化の達成が可能になると共に、有機電界発光素子５での発光光を封止基板１５側か
ら取り出す場合に広視野角時の色ずれの発生を抑えることが可能になる。
【００８７】
　さらに、素子基板１と封止基板１５との間を接着する材料が、第１樹脂材料層１１と第
２樹脂材料層２３との２種類に分けられることも第１実施形態と同様であるため、各樹脂
材料の選択肢の幅を広げることができること、さらに第２樹脂材料層２３に対しても、あ
る程度の接着機能を持たせることにより、耐水性の向上が図られた信頼性の高い表示装置
２７を構成することが可能になる。
【００８８】
　またさらに、第１実施形態と同様に、第１樹脂材料層１１で囲まれた表示領域ａに第２
樹脂材料層２３を塗布する構成としたことで、より低粘度の樹脂材料を用いて第２樹脂材
料層２３を構成可能であるため、表示領域ａに設けられた有機電界発光素子３の封止状態
を確実にすることも可能である。
【００８９】
　尚、上述した第１～第３実施形態においては、素子基板１上に有機電界発光素子３を配
列形成してなる表示装置を例示した。しかしながら、本発明は、有機電界発光素子を用い
た表示装置への適用に限定されることはなく、無機発光素子のような自発光型の発光素子
を用いた表示装置に広く適用可能である。
【００９０】
　また、上述した第１～第３実施形態においては、素子基板１上に第１樹脂材料層１１（
２１）および第２樹脂材料層１３（２３）を形成する場合を説明した。しかしながら、第
１樹脂材料層１１（２１）および第２樹脂材料層１３（２３）は、封止基板１５側に形成
しても良い。この場合、素子基板１と封止基板１５とを、第１樹脂材料層１１（２１）お
よび第２樹脂材料層１３（２３）を介して、所定状態で位置合わせした状態で貼り合わせ
た場合に、第１樹脂材料層１１（２１）で囲まれた領域に素子基板１側の表示領域ａが配
置されるように、封止基板１５側の対応領域に第１樹脂材料層１１（２１）を形成するこ
ととする。そして、これ以外の手順は、上述した第１～第３実施形態と同様に行う。これ
により、第１～第３実施形態と同様の効果を得ることができる。またさらに処理時間短縮
を目的とし、素子基板１上に第1樹脂材料層１１（２１）を塗布すると同時に封止基板１
５側に第２樹脂材料層１３（２３）を塗布するか、または素子基板１上に第２樹脂材料層
１３（２３）塗布すると同時に封止基板１５側に第1樹脂材料層１１（２１）塗布しても
良い。
【００９１】
　また、以上においては、素子基板１または封止基板１５上に、第１樹脂材料層１１（２
１）を塗布した後に、この第１樹脂材料層１１で囲まれた領域に第２樹脂材料層１３（２
３）を塗布し、基板１－１５を貼り合わせる前に、これらの樹脂層の少なくとも一方の重
合を開始させる手順を説明した。しかしながら、これらの手順は適宜の変更可能であり、
例えば第１樹脂材料層の塗布前に第２樹脂材料層の塗布を行い、その間、またはその後に
これらの樹脂層の少なくとも一方の重合を開始させる工程を行っても良い。
【００９２】
　また、上述した第１～第３実施形態で説明した一連の工程を行う製造装置ユニットは、
第１樹脂材料層１１（２１）、第２樹脂材料層１３（２３）、および仮接着用樹脂の塗布
に用いるディスペンス装置（ディスペンサー）、減圧処理室を備えた貼り合わせ装置、加
熱装置、紫外線照射装置、および減圧処理室を備えていることとする。そして、減圧処理
室を備えた貼り合わせ装置に対して、ディスペンス装置、加熱装置、および紫外線照射装
置を独立させることにより、低コストでより精度の良い貼り合わせを可能とすることがで
きる。ただし、図３（５）、（６）を用いて説明した貼り合わせ工程は、減圧雰囲気中で
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行う必要はないが、大気中に曝されていると大気中に含まれる水分により発光しないエリ
ア（ダークスポット）が発生したり輝度が劣化したりするため、少なくとも貼り合わせる
までの工程は、不活性ガス雰囲気中であることが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】第１実施形態の製造方法を示す断面工程図である。
【図２】接着強度の測定方法を説明する図である。
【図３】第１実施形態および他の実施形態の製造方法を示す断面工程図である。
【図４】第２実施形態の製造方法を示す断面工程図である。
【図５】第３実施形態の製造方法を示す断面工程図である。
【符号の説明】
【００９４】
　１…素子基板、３…有機電界発光素子（発光素子）、５…端子電極、１１…第１樹脂材
料層、１３…第２樹脂材料層、１５…封止基板、１７，１７’，１７”…表示装置、ａ…
表示領域、ｂ…周辺領域、ｈ…紫外線

【図１】 【図２】
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【図５】
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